附件1：
项目名称
	基本信息

	单位名称
	

	项目负责人
	

	电话
	

	联系地址
	

	邮箱
	

	展品信息（有展品填写）

	尺寸（长*宽*高）
	mm*  mm*  mm

	重量
	                    kG

	特殊要求
	

	所属领域：（根据实际选择）
半导体与集成电路、人工智能与大数据、现代装备制造、新材料、生物医药与健康、新能源及节能技术

	（一）项目简介（200字以内，包括目前进展）





（二）应用场景（300字以内，包括市场规模，具体应用场景以及潜在客户）






（三）团队简介（200字以内）



	附图（4张）
产品图（必须有），公司所获奖项、专利、资质等
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